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Introducci

La alta complejidad de los circuitos electronicos en la actualidad, y la gran densidad de conexiones que resultan entre los distintos componentes al colocarlos en una placa de circuito impreso, hacen necesaria la
utilizacién de nuevas y avanzadas tecnologias para su implementacion. Cuando la densidad de conexiones en la placa supera un determinado nivel hay que recurrir a una Tecnologia Multicapa, que consiste en agregar
capas intermedias que se suman a las dos capas externas del circuito impreso, con el fin de aumentar la superficie efectiva de la placa para poder realizar las conexiones.

Este proyecto tiene coma principal objetivo establecer en nuestro pais un Centro Especializado para el Desarrollo y Capacitacién en el area de Circuitos Impresos Multicapa de Alta Complejidad, utilizando tecnologias de
la firma Mentor Graphics, con perspectivas de extender en un futuro préximo el espectro de competencias al desarrollo de Circuitos Integrados de Aplicacion Especifica (ASIC's). Este tipo de circuitos representan un paso
tecnolégico adelante en la tarea de reducir la complejidad del circuito impreso mediante la integracion de varios componentes del sistema encapsulados en un Unico circuito integrado.

Con ese objetivo se establecié un acuerdo entre la empresa Siemens Argentina S.A. y el PTC (Polo Tecnolégico Constituyentes), a través del cual se puso en funcionamiento el LABCIM (LABoratorio de Circuitos
Impresos Multicapa), fisicamente ubicado en las instalaciones del CITE! (Centro de Investigacion y Desarrollo en Telecomunicaciones, Electronica e Informatica), que junto con CITEFA (Instituto de Investigaciones Cientificas
v Técnicas de las FF. AA.) participan activamente en este proyecto.

Tecnologia Multicapa:

La placa de circuito impreso (PCB) sigue siendo el principal medio de montaje e interconexion para la mayoria
de los circuitos electrénicos que vemos en el mercado en |a actualidad. Desde el punto de vista de su construccion
esta formado por un substrato de material aislante sobre el cual se montan los componentes y se trazan los
caminos conductores que proveen las conexiones eléctricas necesarias para el circuito. Existen tres tipos basicos
de circuitos impresos: circuitos simple faz, que tiene caminos conductores sobre una sola cara de la placa,
cireuitos doble faz, con caminos conductores en ambas caras de la placa, y circuitos multicapa, formado por varias
placas simple o doble faz superpuestas, separadas enfre si por capas aislantes.

El tipo de placa mas apropiado para una determinada aplicacion dependera de la densidad de conexiones que
presente el circuito a implementar lo cual esta intimamente ligado a la tecnologia de los componentes utilizados, es
decir el grado de integracion y tipo de encapsulado. En este aspecto, en los ltimos afios, nada ha provocado un
cambio tan grande en la fabricacion de circuitos impresos como la tecnologia de montaje superficial. El tipo de
encapsulado de los componentes se ha transformado en la principal variable en la ecuacion del diseno debido a la
gran variedad de formas existentes, la gran cantidad de terminales que presentan (cientos o mas de mil) y la cada
vez mas peguefia separacion entre ellos. Esta tendencia tecnoldgica en el area de circuitos integrados hace
necesaria una tecnologia avanzada para el disefio de circuitos impresos utilizando nuevos materiales, caminos

conductores mas finos, orificios mas pequefios y mayor nimero de capas. Asi, la tecnologia de montaje superficial
combinada con la tecnologia multicapa permiten un mayor grado de integracion del sistema, permitiendo el montaje
e interconexion de mayor cantidad de componentes en un area mas pequena.

Cuando el grado de complejidad del sistema, y la necesidad de reducir espacios aumenta, los Circuitos
Integrados de Aplicacion Especifica (ASIC's), son el siguiente paso tecnoldgico en la tarea de simplificar y reducir el
circuito impreso. Este tipo de circuitos integrados permite la integracion de varios componentes del sistema
encapsulados en un Unico circuito integrado desarrollado a medida para una aplicacion especifica.

Hoy en dia, este tipo de tecnologias se encuentran presentes en la mayoria de los productos electrénicos que
aparecen en el mercado, ya que la tendencia es implementar sistemas con la mayor cantidad de funciones, en el

El LABCIM cuenta con un equipamiento inicial (aportado al proyecto por Siemens Argentina S.A.) compuesto por
tres estaciones de trabajo SUN v el software de disefo (Board Station) de Mentor Graphics, que incluye todas las
herramientas necesarias para el disefio de circuitos impresos multicapas con tecnologias de Ultima generacion, Los
objetivos principales del LABCIM son establecer en nuestro pais un Centro Especializado en el area de Circuitos
Impresos Multicapa de Alta Complejidad, utilizando tecnologias de la firma Mentor Graphics para brindar los siguientes
servicios:

Desarrollo de Circuitos Impresos Multicapa.

Formacion de especialistas en la materia.

Desarrollo de Librerias para las herramientas de disefio.
Aplicacion de herramientas de simulacién.

Fabricacion de los circuitos disefiados mediante la contratacion de terceros.
Desarrollo de Circuitos Integrados de Aplicacion Especifica (ASIC's).

menor espacio posible y al menor costo. El aumento en la complejidad que implica el disefio de los circuitos
impresos multicapa requeridos para dichos sistemas, trajo como consecuencia la necesidad de nuevas y mas

sofisticadas herramientas de software que facilitaran su disefio y verificacion. - . ) . ) 3
Estos objetivos tienen como meta final fortalecer a la industria argentina brindando a las empresas locales un

servicio integral en este tipo de tecnologias.
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Las Herramien

Para la seleccion de las herramientas de diserio para el LABCIM se tomaron en cuenta las
siguientes caracteristicas:

Proceso de
Disefio
de la Placa

Alto rendimiento en disefios complejos.

Gran aceptacion en el ambito de la electronica en general.
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Estable - Sobre una plataforma confiable.

Capaz de mantenerse funcionando durante largos periodos sin fallar.

Inteligencia y capacidad para asistir en la interconexion de varios centenares de componentes
entre si

El conjunto de herramientas de Mentor Graphics para el disefio de circuitos impresos provee

todos esos elementos para facilitar tanto el disefo de Circuitos impresos con Tecnologia Multicapa,
coma circuitos para alta frecuencia, circuitos hibridos y Modulos Multichip (MCM's):

Captura esquematica.

Creacion de librerias de componentes y geometrias.

Encapsulado interactivo y automatico del disefio

Colocacién de componentes en forma interactiva o automatica
Generacion de testpoints en forma interactiva o automatica
Herramientas de ruteo interactivo y automatico.

Verificacion automatica de las reglas del disefio.

Anédlisis de |a integridad de sefiales en sistemas de alta frecuencia.
Analisis térmico de la placa.

Simulacion logica del disefio.

Documentacion e informacion completa del disefio.

Herramientas para la generacién de planos para la fabricacién de la placa.
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